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上海市集成电路产业自主创新与竞争力提升战略研究报告(2026-2031版)
报告简介
集成电路行业作为现代信息技术的核心基础，是推动人工智能、物联网、智能制造等新兴技术发展的关键支撑。上海市作为中国集成电路产业的重要集聚地，拥有完善的产业链条和强大的研发能力，涵盖了IC设计、晶圆制造、芯片封装及测试等关键环节。近年来，随着全球集成电路产业向中国境内转移，上海凭借其优越的地理位置、完善的产业配套和强大的人才储备，已成为国内集成电路产业发展的前沿阵地。
目前，上海集成电路行业正处于快速发展阶段，产业规模不断扩大，技术水平持续提升。在政策支持和市场需求的双重驱动下，上海的集成电路企业积极布局前沿技术，加大研发投入，推动产业向高端化、智能化方向发展。然而，行业也面临着一些挑战，如高端芯片设计和制造技术仍有待突破，国际竞争压力较大，以及人才短缺等问题。
展望2026-2031年，上海集成电路行业将呈现新的发展趋势和广阔前景。随着5G通信、物联网、人工智能等技术的不断发展和应用，集成电路市场需求将持续增长，上海有望在这些新兴领域取得更大的突破。同时，国家政策的持续支持和产业环境的不断优化，将为上海集成电路产业的发展提供有力保障。预计到2030年，上海集成电路行业将在技术创新、产业升级和市场拓展等方面取得显著成就，进一步巩固其在国内乃至全球的领先地位，为推动中国集成电路产业的高质量发展做出重要贡献。 本报告也可以用于专精特新“小巨人”申请申报。
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